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 록: 최근 자, 정보통신기기의 고기능, 고속화, 소형화, 경량화 요구에 따라 반도체 소자인 LSI와 함께 인쇄회로기
도 해가 갈수록 고 도, 고다층화, 얇고 균일한 도 과 함께 착성향상 추세로 속하게 진행되고 있다. 인쇄회로기
에서 표면처리는 매우 범 하고 많은 문제 이 있지만 고주 노이즈감소를 하여 도 두께 균일화 평활면의 

착, 인패턴 형성과 연성이 가장 요하다.

1. 서론 

소형첨단, 경량화 추세에 따라 휴 화 이동통신 자정보통신 10㎓이상의 미세 류 고주  고속송신을 해서는 인
쇄회로기 의 회로 폭, 랜드, 비어홀, 층비어의 임피던스, 유 율의 기  특성과 신뢰성 향상이 요구되고 있다. 평
활면의 착, 인패턴 형성, 도 과 연성, 치수 안정성, 솔더링, 내열성이 요구되며 이에 한 합한 재료선정과 도

에칭기술  신뢰성을 향상시킴으로서 고부가가치의 인쇄회로기 을 제조할 수 있다.

2. 본론  

인쇄회로기  도 에서 표면의 도체패턴은 Z축 방향으로 스루홀(PTH) 도 이 되면서 표면에도 도 이 성장한다. 넬
도 법은 기 체에 도 을 하여 에칭하는 방법, 패턴도 은 무 해 동도 에 의한 시드층 형성후 도 지스트에 의
하여 패턴부만 도 하는 방법이다. 넬 도 법은 재 보 되고 있는 방법이지만 보이드를 제거하기가 어렵기 때문
에 패턴도 법을 용한다. 도 후 에칭양이 은 세미어디티 (Semi Additive)법이 인패턴 형성에 유리하다. 빌드업 
기 은 빌드업 층이 얇고 강도가 낮기 때문에 보통의 도  스루-홀 기 을 코어로 하여 인쇄회로기 의 강도를 증가시
키고 있다. 동박의 두께가 문제가 되는 인패턴에서는 팔라듐 매를 제거하는 구리 매, 은 매를 사용한다. 은 
매는 황산-과산화수소액에 용해가 가능하기 때문에 연성을 향상시킬 수 있었다. 

Table 1. Process parameters 
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         (Γ:반사계수, Zr:입력임피던스)
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       (εr:비유 율, C: 속도, K:정수) 

3. 결론

인쇄회로기 에서는 평활면의 착, 인패턴 형성, 도 과 연성이 가장 요하다. Kiyoshi TAKAGI가 제시한 인쇄회
로기  표면처리 기술동향을 보면 향후 세계 이동통신 휴 화 사용량이 최 가 되는 2013년도까지 국내 인쇄회로기

 도 기술에 많은 변화가 있을 것으로 상된다. 
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